ABSTRACT OF TW 53 1 854 

The present invention provides a method for forming wafer level package. The wafer 
level package comprising: a plurality of dies formed on the wafer; an I/O metal pad 
formed on the first surface of the wafer; and coating a photo sensitive polymer, on the 
first surface of the wafer, then a portion of the film is removed by laser. In the next 
step, coating a first photoresist on the second surface of the wafer. Forming a first 
conductive layer in the opening of the photo sensitive polyimide and then covering a 
I/O metal pad. Next, forming a seeding layer with copper on the top of the first 
conductive layer and on the photo sensitive polymer; and forming a second 
photoresist on the seeding layer to define the circuit pattern diagram. Then, forming a 
second conductive layer to the circuit pattern diagram located on the defined area of 
the second photoresist. Removing the second and the first photoresist and the seeding 
layer covered by the second photoresist, thus forming trenches between each of the 
packaging entity. Then, the filling material was filled into the trench and covered the 
circuit pattem diagram. The filling material comprises epoxy. Then, executing the 
grinding process to grind the second surface of the wafer to expose the filling material. 
Next, executing an opening step to expose a portion of the circuit pattem diagram to 
define an area that formed by the conductive convex block. Executing a solder screen 
printing step to form a solder area, then, reflowing this area to form a conductive 
bump. 
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^^i^mttm (2) 

^ M ^ m (ball grid af r ay ;a T ^ ^ BG A^-t^ )^ ^ 

ifh t m n ' m » ic^ ^ ^ ^ ^ m ^ m m m ^ ^ 

# .?-J It a % (BGA) ° BGAt4 t 6^ # ,f i ^ - ^ t I/O&fj ?i 
m ^ .il ^ i-i ^ 7t ^ M ?1 ^ M J- ^ ^ 

It ff> ' ^ ^ it # ^ € 'tt 6^ # 1^ 51. ^ M i4 ' »r # ^ s 

^ Sl ^ ^ ^ 2^ ^ % ^ ° ^ ' ^ ® 4 ^'1 U. S. 
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M *^ ^'i € ^ Ji ^ 1^ 4^ ' #'J M F R 4# f .^s. ' 
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ikb ' s ^ M. ;t ^ ^ [5] 5;! % ^ It 4t ' ^ 
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^1 # it It ^ J-:^ A >I'J ' rff) ^ @ # ^'i ^ # M- - #f a% !il 
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# It - ?L t ^ - ^ ^ f i^i ^ ^ it ^ ii it, = S 

itb ' ¥a m m M ^ + ^ ft M ^ - a M = ^ 

ti 4# ?!. ^ B% fl:^ ^ ^ ^ It ^ ID ^ ^ © ' ^ ^ M m '4- 

^ t Wt ^ a^a 3] * ® -t ° ^1. ' ^ a% ^ ^ M " ^ >ff 

^ B « ^S. ^ # ^ ' ii. m m t © «^ ^ (back 
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i ^ ^mttm (3) 

gr i nd i ng) - ^ ' b% IS -li M ffi J-x ^ «^ ICu JSL ^ M- 
^ ^ $i ^ ^ f ' 

ifcb ' J-X ^ ^-t ^ ^ 4# 41 t ' I / 0^§ ^ ^[5 ^ ^ # ^ 

*i * © ' ^ ^ ii^i a ^ Fr< ' I / o^s ^ -iS. ^ m © # 
T ' f •] ^ ^ ^ g o # ^ . I / o^s ^ m 5g it -f- 

tfi ^ m 6^^^ (si gna 1 coup 1 i ng )^ tfl f«1 ^ ^ « 



^ iB m ^ '^^ M ^ m ^ ii ^ ^1 #f ^ ^ # ' ^ # 
i # # #i ^ :^ -f-^ a e^a © J:. I / 04i ?^ 6^ -ffi: 4 ' a # It 
^ ( f an out ).-^ A ' # ^ ^i. m i-X M |x A ie. H] 
^ m ^ -fii: ^ l/Ot. ^ti^ ' S lib ' ^ 1^ & -t- ^ JX if ^0 I / O^t. 

6^ it i ' if ;&o it ^ I / 0 ' ^ ^ 8% -f^ itl 4^ 4t ^ 

^ ^ T ' # I /O^ & ^J^ F«1 5S ( P i tch )1X m jh ^ ^ it m ^ 
^ 6^ m tfe ^ (signal coupl ingM # ^ # i§ # i5. m 

(solder bridge )f-1;II - 

m B ¥j ' 

^ m ^ s ^ ^ <^ - m n m ^ -^k n m ^ ^ " 

4^ # ^ ^ - @ ^ ^ - B^a E ^ ^-t ^ J-X ^ 

^ m ^ a m ^ m M M m iL ^ ^ ^ m #j i§ ^ a^a 

SI 1^ 3^ 1^ it it i§ f f 'J 4i ^ a^a la ' iS ^ a^a 4^4 
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i - ^mtim (4) 

(die)' ii iS # ;^ t ^ M -i^f t ^ij m H ^ - ^ m ^ ^ 

/S » m ^ m ^ ^'J (adhesion)>[# ^ im in *i # ^ :^ X i^L J± 
Ji ° i'e^m.M-^3^i^)t&±. ' -ft *t M SI ^ ( p i t ch );iro 

M it ^ (fa n ou t )!S f# ?'J (ball array)' itb # ft ^l! 

^■i- ^ It T i-:^ ^ ^ I / 0#t S ' ^ ^. a^a ^iL K m 'ft 

T ' # # ^- fti 51 (pi tch)j^^ m jt i/or^ ^ m 5^: ^ ^ « 

m ^ n M ^ ia m Si - ^ Si )^ ^ Mk. ^ ^ ^ a, ^ 

^ M, ^ ' M:&o^S^ (I/0 pad or aluminum pad)' ^ ^ 
^ ^ Ik ^ ^ (interconnect ):^M ' ^ K A M m ^ ^ 
( m a s k )iS. ;fic ^ (alignment)^ ^ ^ M M (d eve lope r)i^ 

u A ^ m ^ ji. S] " ^ ^ ^ ia m M i& ^ ^ -1- ® it ^.t # 

^M^l? (spin coater)^.^ ^ (spin coating)- ;t hCBm ^ 
^ " # ^ ' * # ^ BCB' ;^ ^ - P^l a (opening)J2^ # 

^ ( N i / A U )J3^ ;t - ^ ' J!f B^a B #] a ft^ fig ^'J ^ e^a ij^ 

It ° # ' m- ±. i4 ^ B^B #i * II it 1^. t ,^ ^ ^1. ,^ 
^ A -# Ff=f 1% S 6^ >fJ| #^ # a% ipi Se 4 >^ _L ® 

f i ^ #7 iu ^ > ji a m ' 

# ^ ' -d^ ® '^i i«t Jt^ Tfe. - ^ - m m (EPOXY);^ 3^ 

?i ;s a ^ *fc - BCB #1 p ^ -L ® ■> m ' Tfe 

i± n A -ft % tl i-:^ 1^ l§ f:^ i :^ &0 ^ - 51 a ^^-t ' f& 
^ ,^ -r^ F^l D S ^ ° # ^ ' -ii (oven)f^ ^ HI -fb itb % 
- ^ ^it a - -^^ ^ ' m ^ % ( s o 1 d e r )a .^H ( p r i n t e r )^,t 
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90m655 . - 4- -' - a . 

s.-^m^m (5) -- - — 3Ij L-izz: 
.m ^% ^ ^ m ^ ' 

m ' n- J:. - M ik m (Ti /CiO^ m (solder)^ ± 
& o , m ^ JL & i^J^ $n it a an out)6^j :r ^ » 

€4^(plating)-^®#6^?^^ia ' m ^ ^ ^ in S: ' - ^ 
A n is ^ ^ » ^ - *^ J-X 7K. 1^ 1^ 1^ ^ # ( f an out ) 

5l 5i ^ .i^ - ^ ^ A *3 ^ ^ HH. f r ' ^ t M - 

^ ^ ' ^ ^1. 7^ na ° fl. ik u it /#] » ^ ' :^ 
^ ( coa t i ng )- ^ ^ iff #t ( e p ox y )^ #] 5^ ,1^ 

1% T >f ^ ^-MS 6^ -t S ' Ml s:j. m ^ ^ m- M ffl ^'h it M It 

^ -4 S& i-^^ ^ -ffc -fc- iiE. ^ 1^ — ^ " 

' ^f^m%-^x&^^'^%^m.^ m m (epoxy) 

ai. fl^ ^ f^l cr . ^ -fi £ jfi ^ iiL 'ffi (it ,^ 

^ 6^ - it ^'i f. # 51 (fan o u t ) I / 0.^# » 
^ T ^ 60 ^ ' ^ 1^ ^ f^l D -L £f ^t^ - ^ #v ( N i )/t ' 

/ *f ^ ^ =. f^i a ^ ' ^ ( N i )>t ^ _L © ' ^ m ^? m A ^. 

ti #f ' ^ ^ i^iC ( s o 1 d e r ball)' ^ - M 

^1 t\ 'ik ^ % ' ji ^ ^ ^ >l ^ 60 -t- • iTn A ^ ^ ^ 

iM # i'l ^ 4 60 #1 it » :i: ^4 ' ^ ^ t77 f-J B^B ^ a 

§0 # = 

m ^ m -ko T 

- m is m m ^ m a ^ M ^ ^ - m M ' is $L m s. 

;^ ,m a. a ^ -t- ' ^ t S] 'l^ ?i -fa IS ;^ ^ * 

±. ; BCB/t ' ^ ^ a^s ® ' ii * ^ ^1. *t ^ - f^l o J. S 
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531854 ^ r:: ' i 

- - '99 1256 5-5 s:: :^ ^ g 

^ j& ^& ^ ; # 3t ^ - n ; - H ^i-t m ' ^l- n 

' *£L ^ m ^ >^ a A BCB>t ^ Ji ; #] ^ it 4 #^ ^ - ^ 
#t 5t ii # ^ ^ : ^ ^ it ^ ^Mt ^ # ^ ^ ^ ^ -i- ii 

# ^ ^ D J. E ^> ^ M ^ ; ^ SsR ie. ^ ;Jr^ ^ ^ ?! lu #f 

^ ^ 1^ ^ D ^ It ^iq ^ it it ^ - 

^ ^ ii ^ m m ^ M ^ ^ - m ^ J:- > ^ 

^ ^ ( T i / C u ^ /#1 ( N i / C u ) " A t It ^ FA Ft. 

^ >t ^ ^ #• -t- ' I? ^ |-i ^ ^ ^. # t .^iL ^ ^ ^ 41 / 

^ ( N i / A u ) « ffii ^ 5^ 1^ ?t liq 1^ .it ^ -1> ® a 'I- ( N i ) • # 
m X iM. ^ n ^ M 'f^ ^ h ACE BGA = 

# # M tjt : 

4^ # ^ - B^a K S!| S ^-t ^ ( w a f e r level 

packaging, WLP)j;< ^ ^ -ft e^a S ^ E ^ >^ • n ^ n 
-k^ T ♦ ff^iM^^^ ^ m K - i^m m i:x f% X ^ ^ 

m ' -t $- Wi n — ' m. iSi ^ -t^ pi ^^ ^ bb ih ^.§i is t$ 

it it i§ J?, f f >J Ml ' M ^ >^-'J ^ ^- sl^ *i (die) 

la' it -S. $1 ^ S. ^ E # ^- * 1^ ^# ^'J Si ^ ^ - *i- 6^ s& i^ 

M Kit M. M ^ A ^ n % ^ ) • ,m ^ Ife * #J 

(adhesion))lf ^® e^a i^i # ^ ;^ ,ii i4 ^ l-L ' 1^ # #1 ^ 

;^ A } ni ' m m -fi :f #1 iiS a ^ #'J ffi ^ ^fe (spin 
coater)lft 4t # ^- 'ft ^ ^fl .£ si ^ -L ' *r. M 
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5. - i^mt^^^ (7) 

M 5e II ( p i t ch A ' @ 6^ ^ # ^ ^. ^ i§ ^ t A 

' <g .3t. >^ ^ ^ r«1 1^ ^ it ^ ( f an out )IS ^ 3* (ball 

array)' ilb # ^ ^ *f K #f ^ i-^ ^ ^ I/O^ S ' ^ A 
$iL K ^ m ^ ^ T ' ^ # * ^ its (pi tch)i-X PtT jH I/O 

f«1 tfl ^ ° i-f ^ 6^ A 'J> ® ^ ?t ^ ^ ^ # 

ill ^ (fan out)® JiR P+ ^'J (ball array )^ T.l ^ m 

(p i tch)A ffi: ^ = ^ ^ — ^ H f ' ^ & & 1_L -(b 

J.X & ^ € ^ (capaci tor) 1 bSe. ^ a^a ^fi£ ^ #J > a ^ ?4 

^ ' :Jto Si ^ m ■> 

urmi^M^iSim-A^^^^M^ (metal pad)6^ ^ ^ 

- a^a F^l M ill ^ : 

ffl ^ t • m n M .t ^ ai> m 2iE. © (ii 1^ - ^ a ):Rr ^ m ^ 

' #I:^5S#(I/0 pad or aluminum 
f Tad)4' t^^-^^pli^i^f^ it i*. (inter connect )^ffl ' M 
m ^ ^ (inask).^J: m ^ (al ignment) - ^ ^ ^ M M 
(de\'eloper)m ' 4: M ^ ^ ^ bb 4iL m ±^ Si » ^ • 

a^a IB -L i£ ^1 # 1'-^ ( s p 1 n c o a t 6 f )*x ^ (spin 
coat i ng)- BCB.^S It ^ 8*^ tI^S^ 2^ $S ^ 43(j J:. ® a If a% 

# ^ ' m. m ^ ( m a s k )^3C ^ (alignment)^ m- ^ M M 
m (developer)ia m >x ^ 6tf BCB S > m - f4 ^ 

(open i ng ) # S ii; T ^ ^ 4 Ifr 4 ' #. # >i- :i; 6^ ;Il ' 
lib i;3 #] it ( s c r i b e 1 i n e ) J:. * S J- A ^ i?? *'i ii. ^ ^ 




31854 : r'~ ■ ~"~") ■ " ' — ' 

:0^123655' — ^ : .^-J s i^sL 

s-^^miitm (8) L ■ ■ u_z:.zi u..zzzi 

jS^ ' « ^i] *^ ii7 #J af :^ ?| A B C B ' r^ttJ ffl esj ^/f ° ^ ^ M 

^ ^ -fb -fb ^ 1 ^ 4-^ J:- » 

^f. iiS #1 ' ija @1 ^ ' # M. -fS a^a 2a(i):h >4 m 
# .^f. -fc;? f'J fl^ ;^ a^a *z. )M * 1$ iS ^ f ^ ^ ^ ^S- ^1. * * # 
.£ M if6^ a% 2 aM S. #^ ^ ^ 6 J:. S • 

ii. it ^ t'J 7|i ^ #^ a 6Ji ® * ^ ^ ^ ^M. (oven)f^ 

f JX m -fb (curing)" 

# ^ > ® iiiL ^ S& 5^ 6 ^ 2 a > BCB 8#i f#1 n 
^ SB ^ m J:. ^ ^ ^ it 1^ it - M ^ - :^ m m (EPOXY) 

1 0 o # ^ ■ -ito ffi 5- Ei -b ;s/T • ill it m. ^ If ^ -fb ^ 
m i-x # is ^ 4.h ^ - *1 IL #t fit 10' fl^ ^ ^ ^ f4 D 
13' ii # E A T ;^ 6^ IS 4 » # ^ ' -^t :Jt ( o v e n a 111 
>fb ' ^ - ?t ^ #t m 10' ^ >^ A .^^J ^ 1 0 - 2 m-^ (it 

6^ ^ >^ -tl ^ eli ;a S J:. 6^; ;|- ) " 

# ^ ' # ^ )lf ^-l # m ^ 51 ' i-X R I Et m >f al. 

2 a;^ ® » ii iiii 6^ 6^ ^ ^ #t ^'J 10 ^ ^ " -i- ^ 

^ /'^ ( N i / Au )^ -fb 41 ^ 1 1^ ^ P£. 1$ ^ ^ IS ^ >t ^ 

# ^ ' M ( N i / A u ^b l\±. ^ % ^ fA o 1 3 
M n ^ ^ (solder)12JX m (printer)^! m i% % ^ 

o 1 3 » # ^ ' ^j. ^ ( 1 R )i@. >/il ( r e f 1 o w ) HI -fb (curing) 
ith ^ ( s o 1 d e r ) 1 2 ' ^1. - ^ fl& 'fi 14 - ^ lii 

( T i / Cu ) 1 9^ f'j #c it ll ^it 10 1% If ^ ( s o 1 d e r ) 1 260 i 
® ' UK ^ ^ m ^ M (seeding layer)' M ^ yf^ " 
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^ ^^^^i^m (9) 

# ^ ' ii A. //f ^ ' iiJ. Tfc m. Bi ^ )^ 41 ^ 5f ffl 

M ' m m % ^ m ^ ^ C T i / C LI ) 1 9&^3 Ji ® ' 

— m ^ ^ ^ # ^ 1 26^ ^ ^ (a^a *1 #J it ) ' ifii :^ - 

f/fe J-^^ -f- it 13 4t ^ (fan out)^ :^ A (^b m. ^ ^ #J 

it ) ' ^ ^ ' ^tJL A-m.M ^ 1 4&f; -fiL 1. ' - *fe ^ IS 
^ 4i;7 ^ ' ^ - f 1^ J-x -f- it tt # f t ( f a n OLit)^^ ^ 51 

?^ ' ^ n T M ^ m m 10 m- iir 1 2^^ ^-^ m & # ijc is 4 
m ' # ^ ' ^ m ^ ^% i^J:- ^ ^ ^ - ^ (ni )M ^ M 

1 7i.:^ #i ^ ^1: it ^ ^ +4 ^ ^ >t ' # ^ 1^ it P-i- - k # 

^ ;^ ^ ^ 10 6^ Ji S» ^ /lisi ( T i / Cu ) 1 9 ■> 

# ^- ' g] + ^it ^ ' ^ ® & ±<b 'f^ ( coa t i ng )— >t ^ 
St a m m ( epoxy ) 1 6:?^ #1 * 14^ ( N i ).f 1 7i5i T ^ ?t 

10 ^ X Si ' jli j;< SI 'ft ^ 4?. ^'J ffi it -i?. M ^ ^ 
t Jl J-:-^ -fb -L i4 ^ ^ ^ a #Mt ( epoxy ) ' iL 1 4 

^ -fb » 

# ^ > :feo gl + - ;*;t Tf: ' * ^ 3^ .^^ 1 41^ ^1 ( N i )^ 17^. 
® ^ ^ ^ ^ (epoxy ) 1 6ii ff> ^ ^ ^- f^l n 1 5 ' 

^ .= f^l a 1 5t?j ^4 i ;^ ,^1^1 # ii- 1 41^ ^ ( N i )^ 1 76^ _L a ' J- 

^ -ffi. ^ 1 46^ #] (si. ^ IS ^ 46^ - it ^'J ^ ^ 

# # ^ (fan out)I/0,^*# ° 

* ' m J=- m ' # ^ ^ ^ ^ P^l o 15^ ' m ( N i ) 

>t 1 7§^ Jn © ' it i& ^-^ ^ ^ ^ ^ '^^ ^ 

(solder bal 1 )18 ' ^ M ^ m M ^ ' ^ 1 8,iS i& iib - 




s. ^ ik^nrt^H (40) Lj 

M ^ ^ IS: tt ^1. S ' ji ^ ^ ^ 4 46^ JL _L ^ ' iTq ^ 

.jc 1^ #J # ^ ;S ^ #J.it .-t ' 

^ ' ffil H- -S. ' # Ix ( I R ( r e f 1 ow ) 

M n (curing) # R #f ^1 ' fa IB # i& e^a IS 5!} !^ m ^ 
S t it B% IS ^ M >?.'J ^ ' :ita ^i. (final testing) 

i^A m (sawer)i& ^1 > ife. #j #ir. # al. m t^J #J 

(scribe 1 ine)20# ^ ^ J± 6 > a # m M ^ M ^ It - 
4^ m ^ U ^ ^ W ^1 * ' ^ ^ ^> ^ ® ^ 

H it # ^F^'J 1^ ' J- t< a ^ i^J^ ^ f -J ife fej #j 'f© m ^ 

' i:x 1^-^ % ^ f~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^2! l-t^ (wafer level fan out packaging)- 
g] + C3 m ^ ' ^ ( N i / A u )^ -fb ^ 11^ ( T i / Cu ) 

/m (Ni / Cu) 1 9 ^ # (Ni ).f 1 74- 15 ^ ^ (glue layer)!^ 
I®. F# ^ ' ^ si 6^ -fS ^fi 7F t- ffl = 
H -I- i ;^;t^ ' ^ - S ^ S # ^-t ^ (wafer 

level fan out pack ag i ng)ic 5^! ^ -^'J c& ® ^ % m ^ m 
m. € ^ 2b.^^(^ ^ ^1 It ^l. ' @! + ^ ^/r ' ?p € ^ 2b*i ^ 
£-] s& si & a J:- -^^ ^ - ffl 3^ S 1^ It ^ 4t ( wa f er 

level fan out pa c k ag i ng )&-^) ^ ^'J © ffl ° ^ ^ - ^ 
t ' ;^ # -tb ^ ( 1 t i - c h i p )^ ^ ^4 ?^ *(7 ^ '^'^ 

^ .^^ 4^ ^ it ^2. > SI + -ir ' ?P ^ # *z. (multi-chip) 

m n t a«a K ^ H # ft 3i ^-t M. (wafer level fan out 

packaging)&t; ■§'] a ffl ' ffl t 2a^ 2cgp ^ ^ ^ ^ ntL ' ^ 
# ^ ^ 5^ ^ )if # *L i^. ^ 4& *7 ^ # ^ ^ ^-t ^ ' ^ ^ 




Mil 
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i ^ #B^t£afl (11) 

M.^^^ (system in package)' 

4. # 6^? it # 1^ ;^ gj 5^1 m M a ■ ii <^ ffl # 

ft ^ (fan out);r >if #b *i ^ ® -t I/O^i ^ ^ S. #J 

, ^ ^ ^ £A if ;iw I / Oa 5|l 6^ ^ S ; ^ a ^J'' * # 

.fi 1£ ( p i t ch # ^*/T It ^ 6^? 1H. Sfe -f- ^ ^ ' 

;^ m ^ ^ -fk ^° T : 

1 , SI - ^/f ' m ^ m ^ B M It ^ 4^ # * 

' # # ^ e> ^ -S. i5 #i ^ bI, a ,^ i§ H iS ' >if it i§ t 
^1. 6^] ^ ' iS ^ if &^ B^a (die)' it i& '-^^ ^ ^ ^ ^ 

ffy ^ m H ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ A--^ 1^ ^ ^ ^ 

# ft 51 ^ " 

2 . ^ A -t .^^ 'J^ >f> ^'i ' *^ (chip )</J^ Pit ^ m ' ffij ^ T ^ 

# H^a *r. FbI 6^ ^1 ( p i t ch )f75 # S 'fe 5£ ^ (a ?F ¥ S'J 
m ^ # it M 4 ^'1 ) ' ^. ^ # t ^ a% IS ^ # It SI 

^ (wafer level fan out packaging)' .1f I/Oll.i^i'h^ 
^ ' ii ii >ii ^- S'J i|& ^ ' j-x if If 1$ S] ^ @ 

A # B^a 42: &^ 5E ^ ( p i t c h ) ° 

3 1^ m -^I ^- ffl ^'1 |& I 2H is m ^ M i^m. " 

4.:^ m ^ sa *4 # t m - M ^ " 

5 . # At, ^(f ^ & ( m u 1 1 i - c h i p ) il ^ ^i. t5? it # -M- 

IS] - It ' -f?-] t ^ >^ S£ H > DRAM, SRA.M¥ ^ ^ ;t 

6^; M E iiS ^ " 

6.^ % m ^if it a t*t M t ^ # M t -fie II: S (buffer 
zone) ' ^ $i t ' ^ ^ ^ ' * ^ ^ 





1^ 15 K 



531854 



a 



3. > ^mmM (12.).] 



^ m m ^ M ^ ^ m ' i?^ ^ # ^ 

v^reli ability)" 

1 .j^ M. ^ ' ^ ^ ^ H m ' * *^ +^ 

t t ^ # -sj^ # I ' ^ * * * ^ # ^K? ^ ;^ fliJ m ^ 
(thermal coefficient of expansion, TCE)» 

a ^ ^ ^ W ° 

8 . 4^ ^1- a-^ &^ ;£ /i. ^ J-^ -ffe ffl ^ ^ ^ ;s ^ Jl (glass, 
ceramic, silicon)i-x?i:#^TS'^ ' 

9. ^ m m ^ M M. ^ M ^ a t ^ ^ i& n M ^ ' 
€ * ^ ^ St t ffl = 

-t # # -f^l iH ^ ^ 5^ (dummy ball ) ' itb duniniy bal 15^ ^ 

m #34^1^? ^? ^' -f^ # il: tl: d (buffer z o n e )a l?j ^ 

n U % ^ M t! ' i> It ^ 2^ a^s a. .1^ 6^ ^1, ^ 1^ ^ " 

^ # i-X IT «fe i^^n -ko X ' fffj jkb a # 

^ ' ^ ^ m. m 4^ ^ ^ ^ m ^ ' t -f^ t^p- ^ «^ >r-i 
' ^ # ^'1 -f^ € la la ^ t ^£ 4^ Fi^ ^ t tt -f- Ig, m ^ * # 

41 rffi ^ ° 





^ 16 K 



31854 

90123655 



#- ^ a i<^JE 



m A %^ ^ n m • 

^ m ^ t M ^ ^ ^ tt m X ^ ^ m r f] 
m - ^ m u m ^ - m. * m ^ m 'ik m- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

;t ^ ^ IS ' 

ai ^ IS M ^1 * * t ^ 6^ M, iiL ^ B% m Pi 'ik if. ^ 

m M. ^ M " 

g m ?F ^ ^ t * # ^ 4 ^ 6^? ^ © Jl ^l^ ^ - 

^ BCB-f* ^ /f ^ t: ® ' 

ffi m ^ 4 ^ ft- t # ^ BCB# It ^ S! ° 

SI i m m ^ ^ % t ' b1» M "S. r# ^ ^ ^ # -S- *^ ^ 

;t ^ ^ ffl ' 

® :^ //f 0 ^ ^ ^ # t ' ^ © '^i iifc ^ - ^ ^ - ^Mi 

SI " 

gl -tr m m ^ ^ ^ # t ' M it 7t 51 -^i I'] ^ -fb # ^- t'l # 

J^^ ^ :^ % - a ^^Mt ^ ^ @ ° 

SI .V ^/f # t ' l¥ (sol der)i-X £p 

(printer )4i m i% ?^ ^ ^ f^l c? t ffl - 

^ ^ ^ m h ^ ^ ' 1^ ^ ^ it ^ ^ ^ ^ ^ m M % 

^ (plating )-Jt©^*6^/lSi^.^^7fctai» ° 

® + m 0. Tp: ^ ^ # t ' ^ :^ a 'lik itfc ^ -f?? (coat i ng )- /f 

% ^ it #t m (epoxy)^ Tf^ t> Si " 

g] ^. II fj^ ^ 4. 41- 8^ t ' ^- 1^ #1 5^ .11. -L ^ 1^ — 




531854 "z 1" 

90123655 - \ -S - -- j^JL 

m It (epoxy)16it ii. ^ ^ f^l a ^ TiT :t fil ' 

' ,51 + ^ m iis ^ is m ep % ss<. a. m ' ^ n ^ ^ 

t: M " 

g] + ;5ff m -to «'] >^ |f|. B% *L M i77 #J ^ 1^ ^ & a ^ Tfc 

11 + E9 m ill ^-F B^a #iZ. X 4- ?S. f$ M ^ ^§ -fi £ 7F t. S) ° 

ii + S. //f ^ - 6^ #B IS ^ iH # It ^ ^ ^ ^ ^'i 

SI + 7^ m IS ^ « ^ tiL ^ J'J Jfe ^ & Jl - a% *i 6^ all IH 

^ iH # ^ ^-t K s^J it. ^ *J ® ® ' 

i] + -fc ^/f ii^S ^ B^a *i 6<I ^-t ^ ^1 t a^a SI ^ S # It 2! # 

R ^ ® 

7t # # M: # n?, 

fa *t la 

^ ^ lb 

aa 

% ^ 2 b 

^ 2 c 

#S 4 

jfe >t a 6 

$h ^ #j 7 
BCB,«& J- S 
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#§fe OQl-23655 

# m $1 m m 10' 

-fb ^ /-fb ^ 1 1 
S^ - m 12 
^ ^ ?^ a 13 

m ^ 14 

^ >t 17 
^ 18 

^ /m 19 

B% F.I iJ] PI 2 0 



531854 

90123655 n a 

t n le- g] • 

i.-m^Bmm^^M,nM^^Mm. ' m 3^ n t-f 

m ^ m a ^ : 

m. ^< ^ ^ ^ ^iL ^ X ^ m ' 

m i< n m x ^ ^ ^ # le. ^ 3% ; 

iM. t: BCB.ig, M 'f^ ti It #i ; 

1^ «p fytj BCB>t ' ^ - f^l o a # S It in -L ^ 
^ >l ; 

+7? #J a^B m i-X ^ ^ 1^ *: s^a 

m. r$ iS it it. xS. ^ f '] -fl- 6^ ^ » it i§ 1^ ^ £ ^Kj ti? -ft 4 

^ # ?^'J s& .1. $i ^ - a ^ -t ; 

^ ® it^ - >t ^ - St ^ #t *^ m M. M ^ a^a lit - 

BCBI^ tt ^ - f^l §0 ^ -L ; 

j;^ # 1^ 1^ J:l ^ 6^ f - St # 0 ' m ^ ^ 

IB -fb ^ - m a #t ; 

- la. F|: ;^^ IS ^ 6^? ; 

u m ( pr i ri t er m M if- ^ n m M ± M. 1^ ^ ^ 

ffi ^ #1 a >f ^ ^ ^ - ^ ^^Mi ^ -L ; 

^'i ^ - it F5- « 4t - ^ ® # ^ ii^ ^ ^ ^ ^ ^ I'-^- I'* ^ ^ 

ii. -fb ^ ic ^ #] ^ it ^ J-- : 




1 

% 20 



531854 



#. — ! ^ , — a 





it 










^ ® 










(coating)- >t ^ 5t (epoxy);?^ ^i^l 
























^ — % w ; 


* 1^ 










J:. ^ ^ ^ #L flt m ^ ^ ^ ^ P'fl ^ ; 












1^ ^ ^ f^l o ; >x ^ 


fe7 f 'j 










a ^ m \m %A % n- =■ 






If 






12. ® ^ I3i ^ S -21 II # 311 ^ li ^ ' 


^ t 










ilk ^ ^ ^ ^ ^ - >t ^ 















3. 












It 













4 . ^« t tt * ^'1 le. SI ^ l5l 41 IS ^ S # ^ it ^ ^ ' 
^ t tt BCB.«i. ^ ^ ;i- >^ A #J ^ 5-2 5// m- 

5 . t tt % un ^ la n m m it s^! m ^ ^ m ft • 

^ ^ i% 4k m ^ - At a #t ' a fl^ ^ — P^l n &fj ^ ' 

H * ife, PJ. ^ ^ M ^ -ft ^ ^ #J ifc # » 

6 . t * ^'J IE 11 ^ 5^S ia m m S # It 311 M It ^ ' 




f 21 I 



531854 

^At 90123655 ^ 8 #J£ 



^f^^Xi&^^m^^^k ' & -I- J-X R I E€ >t Jit. all *i 

7 , -jjo t It * ^'J Ie. m ^ \m ^ m m m m ^ ^ M ^ M. m > 

la 1$ ^ .^^ # # a -I- ^ ic. -fb # - 

^ n 4- m $1 m n ^ b% m m m m a ^ # t ^ ti ^m. ' 

^ ;^ J:. iiK £p ( p r i n t e r #f -fl. ' ^ ^ ^ a ( I R 

>.fL SJ >fb if ^ ° 

9.-ko t If ^ la E ^ 2jM #b is ^ .t. ^ ^ ^ ^'t ^ ^ m ^ • 

^ f X iM. m it -T M tL ^ /m ' 



i^.-kp ^ n ^ m m % i ^ ie m m m ^ m ^ ^ m u • 

ft t ® ^ ^ #MI ^ # ^ ti, ^ ^'i m t AS 4=f ^ 

*i ^ 4. » 

1 1 . t tt M $^ n ^ 1 ^ iB ^ « ^ ^ ^ II n. ' 

^ t J:- iiii ^ ^ ^ ^ c ^ j';^ ^ i% ^ * ^ 

3^ 4t W ° 

1 2 . t tt # m ffl ^ \^ ^ m n # It ^ ^ ' 

^ t ^ tL % ^ i. ^ in Ail ^ m il ^ 5^ ¥i ;S. a Ji " 




331854 



*!&--Q01;23S55-<- 



i L 



4- 



a 



1 L 



1 3 . •:^ta f tf 4 ^.j IS a ^ un ^ m m s # it ^ m ^ ^ ti m ' 

^ t Jl & -t^ ^ — B% se. ^ ;?p^ a% -f^'J il -^^^ ^ 4^ ^ ;S; m 

Ji ' fj^ i(, ^ bI. *L ( mu 1 1 i -ch i p ^ ,^ ' ^ - a^e ^ -t- 

-fa pg. ^ CPU, DRAM, SRAM# 7t # ' 

1 4 . :^ca t tt # ^'J le S] ^ l^M ^ a^B IB ^ S # H M ^ M. M ' 
^ t -t. .^g. a eL ^ ^ ° 

i5.i^ ^ n ^ m ^ m ^ ^ m ^ m ^ m ^ ^ u m ♦ 
^ t -h it .^s a -t* m ^ ° 

1 6 . ^ t # ^f'i i6 SI ^- m ^ m ^ m m ^ M ^ ^ % ^ - 

^ t Jt. 14 :^g. >^ ^ B^S ' 

1 7 . - H^a IS ^ S # ^ Si ^ ' a : 

la ^ ^ & 

iB *L ' S2. £ 1^ >^ Ji ' ^ t IS g] eL -t- *t 'f® ^ 

^ *^ ^- i ; 

BCB>t ' ^ s% *4 ^ a ' ^ ^ ^ ^ ik % - n ^ ^ 

^ IS ^ • 

# ^ ' it ^ n % - ^ > 

% - m. m - ^ n #i ^ ^ ^ BCB^t 

m'^ ^ ' i& s. ^ ^ - it ft. # M. M n #f ^1 ii: # ; 




^ 23 I 



531854 

90] 23655 :^ ^ ^ jt^ 

^ ^ m. ^ M ' ^ *^ iRi ^ ^ ji ' M. A ^ ^ ^ m ^ ^ 
S ^[5 ^ ^ 3^ ; 

^ ' m ^ u ^ j::- ^ m m ^ X M. m ^ ^ ^ M 
m ^ ^ ^ " 

1 8 . in t n # ^'i ie. IS ^ 1 ^ m n m m n ^ a ^ - ^ t 

^/si ^ ^ ^ fl^ ^ 1^- ^ - If . 1^ ^ _L ' 

1 9 . -jja t If ^ i£ IS g 1 8^5 ^ m m m m ii ^ ' * t 

Ji it #1 a. -f- ^ ^ ^ /iPI ( T i / Cu) « 

2 0 . -^t^ ^ n ^ M $1 m n 1 8^1 m m' ii # ^ m ^ • t 

Ji it ^ If yf ^ -t- /^-^ ( N i / Cu) = 

, 21 .-ko ^ ^ m ^ m ^ im ^ m ^ M m ii -^i M ^ > 

it & ^ a F:^ ^ * ^ fl^ ^ «S ^ ^ J:- " 

2 2.-i« t tj- ^ ^ij 11. la 2ii« H m m m h.m it ^ ' ^ t 

IS- P|: ^ # ^ >f a -t- 4^ /IS ( N i / A 1 ) ° 
2 3 . t tt # ^'J la IS ^ 1 7jM B^a II ^ S # It ^ ^ ' ^ t 

n m ^ M m ^ ^% ^ ^ ^ tL ( N i ) ° 

2 4. ^ tt # :^'J le, 1$ 1^ 1 7l« H^a IB SI E # ft Si ^-t ^ ' ^- t 
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90123655 



a - t: ^ S2. fi. ^ »^ B% #i ° 

2 5 . t -I- ^'J ^ ® ^ 1 7^ ^ B^a K SI # ft ^ i-f ^ ' ^ t 
H & ^ - a^B ^. g& i ^ B^a 14. ^ #1 ' 



I 
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